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Die GOPEL electronic GmbH ist ein fiihrender Anbieter von Automatischen Optischen (AOI) und Automatischen Réntgeninspektions-

systemen (AXI). Zudem bietet das Unternehmen intelligente Automotive Test Solutions, kundenspezifische Funktionstestsysteme
sowie elektrische Testsysteme im Bereich JTAG/Boundary Scan an. Gegriindet im Jahr 1991 beschéftigt die GOPEL electronic GmbH
am Hauptsitz in Jena (Thiiringen) weit iiber 200 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2013 einen Umsatz von 25 Millionen Euro. Mit
Niederlassungen auf verschiedenen Kontinenten und einem weltweiten Distributorennetzwerk ist die GOPEL electronic GmbH

global vertreten.
www.goepel.com
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